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1. 产品规格（Product Specifications）


	面板类型（Panel Type）
	TFT LCD 

	面板尺寸(Panel Size)
	4.1 inch

	显示类型（Display Type）
	Normal Black

	分辨率（Resolution）
	720 (RGB) * 1280(dot) 

	显示点间距（Dot Pitch）
	0.0237mm * 0.0711mm  

	显示色彩（color）
	16.7M 

	视角（View Angle）
	U/D/L/R: 80/80/80/80 

	显示驱动IC（Display Driver IC）
	ST7703 

	接口类型（Interface Type）
	MIPI 4LANE 

	触摸类型（TP Type）
	I2C 

	触摸IC  （TP	IC）
	CHSC5448 

	外形尺寸（Dimensions）
	61.78(H) * 113.87(V) * 3.03(T)(mm) 

	显示区尺寸（Display area）
	51.19 * 91.01(mm) 

	模组亮度（Module Brightness）
	450cd/m² 

	触摸点数Touch points
	5

	触摸按键Touch Key Number
	3

	触摸屏固件版本
	Version: V1
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正视图



侧视图	背视图	背视弯折图
1 
AVDD
2 DSIO_D3N
3 AVEE
4 DSIO_D3P
5 VDD1V8
6 GND
7 LEDA
8 DSIO_D0N




元件区贴耐高温绝缘胶T=0.05mm

*1.30MAX
(绝缘膜+IC+FPC
+钢片+导电胶)

钢片补强T=0.1mm接地；TP_IC处接地露铜和补
 (
 
 
)强钢片接地胶采用热固导电胶(接地小于3欧姆) 钢片上贴织布基材导电双面胶T=0.05mm

全透摄像头孔

听筒

闪光灯孔,丝印半透黑550nm透过率:17%±5%
850nm透过率:≥75%
9 
LEDK
10 DSIO_D0P
11 VDD2V8


 (
 
4,15
 
)连接器:AXE630124




 (
IC
)对位线

织布基材双面导电布，接地阻抗小于3Ω，贴在露铜区域T=0.05mm

钢片补强T=0.2mm

MIC通孔

10,9±0.05

  16,72 
 (
3,15
) (
2±0.1
4,15
)8,38
12 
GND







 (
 
 
) (
3,55
1,5±0.05
) (
 
 
)对位线




6         1	  





 (
弯折区
)6 1


元件区限高11..00MMAAXX

上保撕手

屏FPC双面胶EMC



 (
 
 
)屏FPC双面胶EMC








弯折区


 (
8
 
.9
9.4
9.52
)此处的孔保，孔对应位置去胶处理， 蓝色部分






18,91
25,44









































元件区
[image: ]限高1.0MAX


 (
 
   
20±0.3
 10,6±0.3
) (
8.664
)2,4±0.1
13 
LCM_RST
14 DSIO_CLKP
















[image: ] (
6,26±0.15(TP-LCD)
) (
 
6,11±0.15(TP-LCD)
 
)冷灰9C,550nm 透光率10%±5%
















LENS正表面镀AF     

















 (
日欣喷码
) (
日欣喷码
)0.275±0.05(SENSOR)










[image: ] (
9 ,4±0.15 
(LCD-TP)
)天线净空区，不可以走银浆线




















18.95




















30.89









天线净空区，不可以走银浆线
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 (
 
) (
91,01 (LCD VA)
)元件区和焊盘贴耐高温绝缘胶T=0.05mm



弯折区






 (
101,78±0.2(SENSOR)
) (
91,41±0.2(TP VA)
97,36 ±0.1(LCD)
) (
98,36±0.15(BL)
) (
113,87±0.05 (TP)
)IC	16±0.3



 (
9,52±0.2
)连接器:AXE630124
 (
15
LCM_TE
16
DSIO_CLKN
17
GND
18
GND
19
VDD2V8
20
DSIO_D1P
)21
11,9±0.3	22
23
24
25
26
27
28
29
30



TP_I2C_SDA DSIO_D1N TP_I2C_SCL GND
CTP_INT DSIO_D2N CTP_RST DSIO_D2P
LCM_ID
GND
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)1,2
 5,29 

4,29±0.15(TP-LCD)

4,095±0.15(TP-BL)




51,19(LCD VA)
  
51,59±0.2(TP VA)
53,19±0.1(LCD)

53,59±0.15(BL)
61,78±0.05(TP)

2,13±0.1(TOF)



 (
7,26
1,15
)  

4,29±0.15(LCD-TP)      

4.095±0.15(BL-TP)



1,48（LCM）
 (
 
2,57±0.2
    
   
 
   
   
 
 
)0.175±0.02(OCA)
   1,38±0.1（TP）
3,03±0.15（不含保护膜、散热膜和FPC）





1.03±0.05

18.95







 (
4.86
)11.94



FPC弯折示意图FPC弯折出货














VDD1V8

GND
TP_VDD2.8V
SDA 1.8V SCL 1.8V RESET 1.8V INT 1.8V



LEDA



背光电路图



LEDK




LCM_ID




R1=0R


R2=NC

背光电路图10串，共10颗灯IF=20MA,VFtyp.=30V,VFmax.=33V


NOTES:
1. DISPLAY TYPE: 16.7M TFT,BOE4.1" 720*1280
2. MAIN LCD DRIVER:ST7703 
3. BACKLIGHT: 10 CHIP-WHITE LED 
4. Model luminace:Min:420Cd/M2，Typ:450Cd/M2 最终亮度以出样实测为准；X:=TBD.±0.03 Y:
=TBD.±0.03；均匀性大于80%标准。
5. OPERATING TEMP: -20°C~70°C
6.  (
5/23
)STORAGE TEMP : -30°C~80°C
7.  (
 
)符合RoHS要求.



TP技术要求：
1.玻璃材质：康宁大猩猩第三代防刮玻璃； IC:CHSC5448 黑色,镀AF
3.工作温度：-20~70°C，储存温度：-
30-80°C；视窗透过率>82%；
4. 触摸屏为多点触控；
5. 要求能带棉质劳保手套操作；
6. 要求屏幕表面有水滴，不影响操作；
7. TP表面需要做防指纹处理，测试标准： a.0000#钢丝绒，压力1000g，耐磨头面积
为10mm*10mm；
b.初始水滴接触角要求比小于110°，进行摩擦测试后，水滴接触角不小于100%D； 8.图中标示 * 尺寸为关键尺寸(检验用)
9. Sensor走线不得超出图中区域；
10. 材料及生产工艺应符合ROHS标准；
11.未注公差±0.2mm，未注倒角C0.15*0.15




初版
背光电路改为10颗灯串联




20240428
20240507


  









LSL







V01
20240507

 (
NISIN
2.
产品图纸（
Product Drawings
）
)



3. [bookmark: _TOC_250002]接口定义（The Interface Definition
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4. [bookmark: _TOC_250001]电	性	特	性	（	Electrical	Characteristics	）
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   总重量 
自由落体高度 
0-9kg 
92cm 
9-25kg 
76cm 
25-45kg 
53cm 
45-68kg 
46cm 
大于 68kg 
41cm 
 
 
)

5. [bookmark: _TOC_250000]可靠性实验测试(Reliability Test Conditions And	Methods)

	序
号
	试 验项目
	
试验条件及方法
	
试验设备
	
检验项目
	
检验工具

	1
	高 温
高 湿
	

温度 60℃±3℃,湿度 90%±3%,要求选择时间分别为 96 小时,静、动态（产品点亮）在室温下恢
复 2 小时后进行外观,显示功能全画面检查。
	
	检验外观、功能、
抗腐蚀性
	



目视/测试架/ 客户样机/ 显微镜

	
	(静、
	
	恒温恒湿试
	
	

	
	动
	
	验机
	
	

	
	态 )
	
	
	
	

	
	试验
	
	
	
	

	2
	高 、低 温冲 击试验
	
静态-30℃（30 分钟）∽ 80℃（30 分钟）∽ -30℃
（30 分钟）, 24 个循环，在室温下恢复 2 小时后进行外观,显示功能全画面检查。
	
冷热冲击试验机
	

检验外观、功能
	

	3
	高 温存 贮
	常温70℃±3℃、宽温80℃±3℃、96小时后在室
温状态下恢复1 小时在2 小时内完成外观、显示
	
烤箱
	
检验外观、功能
	

	
	试验
	功能全画面检查。
	
	
	
目视/测试架/ 客户样机

	4
	
低 温存 贮试验
	常温-20℃±3℃、宽温-30℃±3℃、条件的试验箱内保存96小时后在室温状态下恢复1 小时,在2 小时完成外观、显示功能全画面检查，特别注意
检查是否有漏液、断线、腐蚀、偏光片不良现象。
	

低温冰箱
	

检验外观、功能
	

	5
	低温存贮试验
（动
态） 
	常温-20℃±3℃、宽温-30℃±3℃条件的试验箱内点亮刷屏，过程中每1小时观察一次，全画面检查显示功能如：异常，卡机，花屏等。特别注意检查是否有漏液、断线、腐蚀、偏光片不良现象。 
	

低温冰箱 
	

检验外观、功能 
	

目视/测试架/ 客户样机

	





6
	







包 装模 组跌 落试验
	1、跌落重量及自由落体高度:  (图二) 




2、自由落体角度如下：      
1) 一角：A 角 
2) 三菱：
A-B,A- D,A-C  
3)	六面：
面 1，面 2，面 3，面 4，面
5，面 6； 
	 








包装模组跌落架

 
	








测试电性能无异常、外观检验无破损，无脱离现象
	








目视/测试架/ 客户样机




	
	
	
标准条件:中性盐雾试验（NSS 试验）: 5%的氯
	
	

检验外观、功能， 盐雾试验结果的判定方法，腐蚀物出现判定法：定性判定，试验后功能测试应 OK，外观观察产品无腐蚀现象产生。 
	

	7
	
	化钠盐水溶液,溶液 PH 值中性（6.5～7.2）,
试验温度 35 ± 2 ℃ , 盐雾的沉降率在 1 ～
	
	
	

	
	盐 雾试验
	2ml/80cm².h 之间,时间 24h。2.其它特殊要求条件:醋酸盐雾试验(ASS 试验): 5%氯化钠溶液
中配入冰醋酸,溶液 PH 值为 3 左右，试验温度
	盐雾试验设备
	
	目视/测试架/ 客户样机/ 显
微镜

	
	
	35±2℃,盐雾的沉降率在 1～2ml/80cm².h 之
	
	
	

	
	
	间, 时间 24h。全画面检查外观、功能，特别注意检查是否有腐蚀
	
	
	

	8
	
	

1） 装整机状态下试验:接触 4KV，非接触 8KV放电测试,接触测试时,LCM 通电状态下测 5个点。 
2） 测试架测试状态下试验: 接触 4KV,非接触8KV 放电测试,接触测试时, LC（M 或总成）通电状态下测 9 个点。其中产品正面显示区
域两个点，产品显示区域背面 4 个点，产品左侧面、右侧面和 IC 端对面中间位置各一个点。（如 6.17.3.3 图所示）测试点 1—6
是空气放电，测试点 7—9 是接触放电，10 次/点。总成（或模组）实验后在图案、黑色、白色、灰阶画面各撕膜 3～5 次，确认有无撕膜静电不良，撕膜静电速度适中，不可过快及刻意放慢。判定标准：撕膜 3 次确
认无撕膜静电 ，OK。撕膜 3 次以上出现撕
膜静电，在保护膜覆盖后 3 秒内静电消失 
OK。撕膜出现撕膜静电，在保护膜覆盖后 3 秒内静电不消失 NG。
	抗 静 电 枪
（尖头接触
	检验外观、功能
	

	
	
	
	放电，圆头
	
	

	
	
	
	空气放电）
	
	

	
	


ESD
	
	
	
	

	
	抗 静
电 试
	
	
	
	目视/测试架

	
	验
	
	
	
	


6. 光电参数（Optical Characteristics）
6.1 Overview 
The test of Optical specifications shall be measured in a dark room (ambient luminance ≤1lux and temperature = 25±2℃) and test unit shall be located at an approximate distan ce 50cm from the LCD surface at a viewing angle of θ and Φ equal to 0°. We refer to θØ =0 (=θ3 ) as the 3 o’ clock direction (the “right”), θØ=90 (= θ12 ) as the 12 O’clock directi on (“upward”), θ Ø=180 (= θ9 ) as the 9 O’clock direction (“left”) and θØ=270(= θ6 ) as th e 6 O’clock direction (“bottom”). While scanning θ and/or Ø, the center of the measuring spot on the Display surface shall stay fixed. 
 (
NISIN
)
 (
NISIN
)



6.2 [image: ]Optical Specifications 
Note :
     1. Viewing angle is the angle at which the contrast ratio is greater than 10. The viewing angles 
are determined for the horizontal or 3, 9 o’clock direction and the vertical or 6, 12 o’clock direction with respect to the optical axis which is normal to the LCD surface (see FIGURE 1). 
2. [image: ]Contrast measurements shall be made at viewing angle of Θ= 0 and at the center of the LCD surface. Luminance shall be measured with all pixels in the view field set first to white, then to the dark (black) state . (see FIGURE 1) Luminance Contrast Ratio (CR) is defined mathematically. 
3. Transmittance is the Value with APF.  
4. The color chromaticity coordinates specified in the above table shall be calculated from the spectral data measured with all pixels first in red, green, blue and white. Measurements shall be made at the center of the panel.  
5. The electro-optical response time measurements shall be made as FIGURE 2 by switching the “data” input signal ON and OFF. The times needed for the luminance to change from 10% to 90% is Tr, and 90% to 10% is Td. 



7. 检验标准 (Inspection standard）
 
	7.1、外观检验标准：

	项目
	不良描述
	判定标准
	检验
方法



 (
W
)
	








1-1

外观

（次缺）
	
产品外观或点亮状态下的圆形物（LCD/POL/BL/ 盖板/TP/组装异物/贴合异物、产品本身的亮点/ 暗点等）
 	


L

Φ=(L+W)/2
	
	＞2.4 寸——7.0 寸
	
	









目视

（菲林 卡 比对）

	
	
	
	
点状直径
	允许

个数
	
备注
	
	

	
	
	
	
Φ≦0.10mm
	
不计
	1：10mm 间距内只允许 3 个点。
2：显示区只允许 10 个点，超过
以上任意一项则 NG
	
	

	
	
	
	0.1mm＜Φ≤

0.15mm
	
4
	

TP、屏各允许 2 个
	
	

	
	
	
	0.15mm＜Φ≤

0.2mm
	
2
	

TP、屏各允许 1 个
	
	

	
	
	
	Φ>0.2mm
	0
	
	
	

	
	
	
	



[image: ] (
长（L）
宽（W）
允许
个数
≦1mm
≦0.03mm
2
≦2mm
0.03<W≦0.05mm
1
>2mm
>0.05mm
NG
) (
尺寸 
允许个数 
1、Φ≦0.1mm 
2、不超过边框 1/3
不计 
(密集不可)
0.10＜Φ≦0.2mm
1
Φ＞0.2mm
NG
0.2＜Φ≦1.5mm,（边框以外）
3
)
	





1-2
	
产品外观或点亮状态下的线状物（LCD/POL/BL/ 盖板/TP/组装异物/贴合异物、产品本身的亮点/ 暗点等）
 	

L	W
	
	





目视

	外观
	
	
	（菲

	（次
	
	
	林卡

	缺）
	
	
	比对）

	
	
	注意：两条线之间必须距离 10mm 以上（＞2.4 寸—7.0 寸）。
	

	
	气泡： 
	
	
	

	
	Φ=（X+Y）/2  
	
	
	

	
	 
	
	
	在日

	1-3
	 
	
X
	
	光台
灯下

	外观
	
	
	
	撕起
保护

	（次
	Y
	
	
	膜,距待测

	缺）
	
	
	
	物
30cm

	
	
	
	注意： ＞2.4 寸-6.0 寸气泡间距大于 10mm 以上 
	目视

	1-4

外观
（次缺）
	

导电布、胶带贴附不良
	
1、ITO 点银浆位置贴附导电布贴偏超出 LCD 边缘 NG 
2、导电布未连接上玻璃 NG 
3、导电布贴附位置与图纸不符 NG 
4、漏贴导电布、IC 防紫外线胶、FPC 保护胶 NG 
	目视



 (
20/23
)
 (
21/23
)

	
	焊接不良
	
	目视

	
1-5

外观
（次缺）
	1、A/K 点或 T/P 焊接点歪、锡量超厚、未焊接、虚焊、假焊。 
2、A/K 点或 T/P 焊接点未清洁。 
3、焊接线沾锡 
4、T/P 焊接对位 
 
	1、A/K 焊点按搭接面积大于 2/3 OK，焊点厚度不超过工程图上限，A/K 或 TP 焊点未焊接、虚焊、假焊  NG 2、A/K 点或 T/P 焊接点有残渣、松香油、脏污等 NG
3、FPC 焊接线有锡，分开包装，提示入库。
4、以焊接丝印线为基准，下焊超过丝印 0.2mm  NG。上焊与丝印靠齐距离大于 0.5mm NG.
	
（必要时放大
镜确

	
	
	
	认）

	
1-6
	
FPC 弯折
	
	

	
	
	1.FPC 反折要用反折治具检查，未折到位，FPC 边缘须与
	

	外观
	1、FPC 边缘未与 BL 边缘
	BL 边缘平齐，压印线定位孔未对准， NG； 
	卡尺

	
（次缺）
	平齐，压印线未与定位
线对准。 
2 、元器件顶住背光胶框。
	2.用手指摸背光背面元件区域平整，目视元件有无顶住BL 边缘，并且预留 0.2MM 间距 OK 
	
测量

	1-7
	
	


总成贴合偏位（上下左右），按图纸要求进行管控，不可超出图纸管控范围，如超出则 NG
	

	外观
	
	
	卡尺

	
	总成贴合偏位
	
	

	(次
	
	
	测量

	缺）
	
	
	

	7.2、电讯检验标准：

	项目
	不良描述
	判定标准
	检验
方法

	2-1
	
	
	
目视， 必要时投低温验证

	电讯
	
	
	

	
	漏液晶
	LCD 因密封性受损导致空气进入液晶盒内 NG
	

	（主
	
	
	

	缺）
	
	
	



[image: ][image: ][image: ]
	2-2
	少划： LCD 点亮后有整
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8. 模组使用注意事项（Precautions for Use of LCD Modules）
8.1 如果接口定义内有定义 IM0，请根据规格书（4.接口定义）内的定义做正确选择以匹配数据线的位数。
8.2 客户在做结构设计时，请保证机壳开窗尺寸比触摸屏 V.A 单边少 0.3mm。泡棉开窗尺寸比触摸屏 V.A 单边大 0.2mm。
8.3 模组的主要部件 LCD 和 TP 都是由玻璃组成，在测试、使用、移动过程中，请轻拿轻放。当产品不带触摸屏时，靠近 FPC 的屏幕两端绝对不能受力，否则会导致玻璃破损和显示不良的发生。
8.4 粘合偏光片、背光、触摸屏的胶材是有机物质，在接触到甲苯、乙醇、丙酮时，会破坏粘性。在使用中，请防止这些物质接触到产品。
8.5 如果显示表面掉落有灰尘、异物，切忌用手直接擦拭。请用棉签轻轻挑擦。
8.6 如果 LCD 破损导致液晶泄露，请不要让皮肤或衣服沾到液晶。如果不小心碰到，请立即用肥皂和清水清洗。
8.7 用手直接触摸显示区域会造成偏光片的损坏，同时容易引起静电问题。
8.8 当模组运行时，在显示区域施加压力会导致显示不正常。撤去外力，重新开机，可以恢复。
8.9 潮湿的环境可能引起玻璃 ITO 的腐蚀，在使用中，在保证规格书要求的最高温度条件下请确保湿度在 60%以下。
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7. Electrical Characteristics
7.1 Absolute maximum ratings
. Spec.
ftem Symbol D iy
Power Supply Voltage 1 | IOVCC-VSSD V08> - +55
Power Supply Voltage 2 | VCI ~ VSSA V[ 037 - +66
Power Supply Voltage 3 | VSP ~ VSSA V03 | - +66
Power Supply Voltage 4_| VSSA ~ VSN Vi[-08 | - +66
Power Supply Voltage 5 |VGH ~ VGL V{703 [~ 35
Logic Input Voltage Va Vo[ -03 |- [10VCC+03
Logic Output Voltage [ Vo V| -03_] - J[10VCC+0.3
DSI_CP/DSL_CN -
Differential Input Voltage |DSI_DOP/DSI_DOP,~| V~{/ -0:3 20
DSI_D1P/DSLDIN
Operating Temperature | Topr. T -40 - +85
Storage Temperature Tstg C 55 - +110

Table 7.1: Absolute Maximum Ratings
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7.2 DC characteristics
7.2.1 Basic Characteristics

Parameter Symbol Conditions T e unit
Power & Operating Voltages.
Logic Operating voltage TovVee O supply voliage 65 18 20 %
Analog Operaling voltage Vel Operation voliage 25 - 62
Input/ Output
Logic High level input voliage Vid B D7IOVEC = TOVCC
Logic Low level input voliage ViL - VSSD - oalovee |
Logic Highlevel output voltage VOH TOH = 1.0mA DEIOVCE 5 1oVCC
Logic Low Ievel output voliage VoL 10L = +1.0mA VSSD. e 0.210VCC
Input leakage current L - E] \ 1 WA
DC/DC Converter Opération
VSP booster voliage VSP TVSP=1mA a5 62
VSN booster voltage VSN e %2 45
VGH booster voliage VGH ol 10 20 v
VGL booster voltage VGL IvoleTmA Ti5 75
VGH and VGL difference IVGH-VGL] - - B 32
Oscilltor olerance 0SC 25C ) 3 %
Source Driver
VSPR A 33 56 v
Gamma reference voltage e < 2 .
VSSD:1.0~ VSPROUT0 E - 20 v
Output vohiage deviation DVOS, VSSD+0.1V ~ VSSD: 1.0 Ny . i Fa
VSPR-1.0 ~ VSPROAV.
Guiput offset voltage Vll B B 750 v
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7.2.2 DSI DC Characteristics

LP Mode

e Symbol Conditions e ] Ut
Togic high level input voltage Viareo 1F-CD 450 <O 1350 [mv
Logic low level input voliage Visrco LP-CD 0 2 200 | mv
Logic high level input voliage Virax LP-RX(CLK, D0) 880 ~ [ a0 [mv
Logic low level input voliage Visrmx LP-RX(CLK, DO) 0 - 550 | mv
Logic low level input voliage Vusmur | P-RX(CLK ULP mode) 0 - 300 | mv
Logic high level output voltage | Vorernx LP-TX(D0) (K] - 13 v
Logic low level outpu voliage Vourn LP-TX(00) 50 - 50 [mv
Logic high level input current Vin LP-GD, LP-RX - - 10 [uA
Logic low level inpu current Vi LP-CD, LP-RX 0 - BT
input pulse rejection SGD DSICLKs/-, DSEDOWT B - 300_|Vps
SGD.

SGD

Input

LGy

Figure 7.1: Input glitch rejections of low-power receivers

Vintoeo, Visnx

Viuseo, Vissr
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7.32 DSl Interface Timing Characteristics

High Speed Mode

osi cp /

DSt on it
Uinga -
2uUimsr
Figure 7.4: DS clock timing Characteristic:

o Tomat

Tormay Tonrond
DSI_CP/DSI_CN, DPIDN

oV Referance

FullHS Swing Votage

Figiire 7.5: Rising and falling time on clock and data channel

(VSSASOV. IOVCC=1.65V 19 3.3V, VCI=2.5V t0 3.3V.T,

Spec.
Signal ttem e e
51 o/ [Double Ulnstanianeous T O -
pSIEN [u instaniancous e Tre0 | - |25 | m

Data To cloek seup e PPN T T S
PPN [5atato clock hod time Tow [ 045U |- - o5
[DSI_CP/ [Differential rise time for clock Toeroik 150 - 0.3U1 ps
DSI_CN_[Differential fall time for clock Torrcu | 150 = 0301 bs

Diferonial s ime for Gala Toeman | 150|030 | ps
orron

Diferonialfal e fo Gta Toeman | 50 T~ T oau [ e
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Low Power Mode

Host Control Data Lanes. Driver IC Control Data Langs
Turm around request TP-Foquest
T | Tiow | Tiom T | T
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LP11 iLP10 | LPOO | LP10 | LPOO. LPOO | LPOOILPT0 4/ P11

Time

Figure 7.6: BTA from HOST to Display Module Timing

Diiver C Control Data Host IC Coni@l Data Lanes
“Tum around request TP-ogoest
T | Tirm | Tood Tyeg T T

LP11 P10 LPO0. {LP10 . LP0O; LROO. LPopi P10 | LP11

e

Figure 7.7: BTA from Display Module Timing to HOST

(VSSA=0V. I0VCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.3V to 3.3V.T, = 30 to 70°C)

7 oot ”
Htem Symbol [ —-SPEe o T uni
[Cengih of LP-00/LPOT/LPTOLPT
e play module i) 50 i - s
Length of LP-00/LPO1/LPTGLPTT - = - - .
IDSI_DOP/|Display moduie >Host
IDSIZDOP [Time-out before the MPU siart diver s | Too | - [foo | 1s
[Time to drive LP-00 by display moduls Treger | SxTimo |- 5 ns
[Tme to drive LP-00 afer tumaround requesi];
5 S . ns

Table 7.4: DSI Low Power Mode Characteri
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DSI BURSTS

1t LPot | PO
Tioremier
| Spec. :
signal tem Symbol T ] Uit
[Cength of LP-00/LPOT/LPTO/LPIT [Tex 50 - - ns
[Time to Driver LP-00 fo_prepare for Molrisantoune [a0sati| - | ssioui | s
ransmission

IDSI_Dop/| -
IDSI"Dop [Tme 10 enable daialreceiver i termination [Trs Temu e — (350 ns
="' [Time to drive LP-00 by display module- Macer 500 - - ns
[Time to died EM0 e umareubdppesir,,, s = 7 "s

‘Table 7.5: DSI Low Power Mode to High Speed Mode Timing
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Tussur

ST oS T
NOTE:

Ifthe st bitis HS-0, the ransmittr changes from HS-0 to HS-1
Ifthe lat bt is HS-0, the ransmittr changes from HS-1 fo HS-0

m— T Spec. "
signal Htem Symbol g ] Unit

IpSI_pop/[Tme-Out_at Display Module fo_lgnore

I5Si-bop [ansiion Period of EoT rises 40 > |Beesul, s

[Time to Driver LP-11 after HS Burst [Tosexr 100 5 - ns.

Table 7.6: DSI Low Power Mode to High Speed Mode Timing
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T2

O T

CLK-

Eqs.n HS{E Thaenr TLP:

i LP-11

i LP m

LP-01

ww“‘; S

Signal

DSI_CP/
DSI_CN

: Spec. .

liem Symbol W ¥ec Mox Unit
Time that the MCU shall continue sending
HS clock affer the last associated Data Lane(Tewrost | 60+52xUI ns
has transitioned to LP mode
Time to drive HS differential state after last|
Ipayload clock bif of a HS transmission burst o a =
Time to drive LP-11 after HS burst The-ExT 100 ns
Time to Idrive LP-00 fo prepare-for HS | (AR % | s
transmission
Time-out at Clqck !_ane Display Madule to i & |
enable HS Termination
Minimum lead HS-0 drive period before|Towk pRERARE 30 o
staring Clock + TCLKZERD
Time that the HS clock shall be driven prier to
any. associated dafa Lane beginning the{Touk-ere 8xUl

transition from LP to HS mode

Table 7.7: Clock Lanes High Speed Mode to/from Low Power Mode Timing
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7.33 Reset input timing

NRESET Wi
Intrnel Sttus ot o oty e,
Figure 7.6: Reset input timing
5 z Fefatod Spec
Symbol Parameter e (W T Yo W Note Unit
RESW | Reset low pulse width" NRESET | 10, - 3 us

A s | - [ . | Whenreset appied =
{REST | Reset completo ime™ curing SLPIN mode

3 20 [ 2| . | Whenresetappied oy

duing SLPOUT mode
Table 76 Reset Input Timing
Note: (1) Spike due 0 an leciostaié discharge 61 NAESET loa 8006 nol cause irogular systam resetaccording 1 the

tollowing table.
NRESET Pulse “Action
Shoror than 5y Rosot Rojocted
Tonger than 10 s Resot
Botwoen 5 s and 10 s Roso! Start

(2)During thetesatin perid, the cispay will b blaked (The display is sntaring blarking ssquence, which
Maimom timo s 120 ms, when Reset Stars n Sloop Out —mode. Tho dispay remais the bl stals in
StogpIn-mode) and e ralum o Dofault conion for HAV rose.

() During Resat Complta Time, 1D and VCOM value in OTP wil b liched t ntemal regstr dring this
eriod. Tris loaing s dons every ima when hers i HAW reset complete tme (FEST) wihin 18ms afer
Feing odge of NRESET.

@) Sphke Rojocton also apphes duing a vald reset pulse as shown as bolow:

s

L AR

(51 nocossary to wait 15mse aftr relasing NRESET before sending commands. Also Sleep Out command
‘cannat be sent fo 120msec.
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Horizontal
Viewing Angle
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Vertical

Contrast ratio

Transmittance
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Reproduction
of color (Clight)

Blue:

Response Time
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Luminance when displaying a white raster,

Luminance when displaying a black raster
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Figure 1 Measurement Set Up
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